
IMAPS-MITTEILUNGEN

740 PLUS  4 /2007

Deutsche IMAPS Konferenz
8./9. Oktober 2007, München

Call for Papers
Wie bereits Tradition findet die Deutsche IMAPS-Konferenz 2007 an der Technischen Universität in München statt.  
Wir würden uns freuen, wenn Sie zu einem der folgenden Themen der Mikroelektronik, des Packaging bzw. der Aufbau- 
und Verbindungstechnik einen Vortrag von ca. 20 Minuten Dauer halten:

Bitte senden Sie Ihren Abstract (ca. 200 Wörter) bis zum 27. Juni 2007 an:
Dr.-Ing. Gisela Dittmar, Ingenieurbüro Elektroniktechnologie Dittmar, Egerlandstr. 88, D-73431 Aalen,  
Tel. 07361/931129, Fax 07361/943004, gisela.dittmar@imaps.de

Es wird wieder ein BEST PAPER AWARD vergeben !

F   Nutzen Sie bitte auch die Möglichkeit der Online-Anmeldung unter: http://www.imaps.de!   E

Anwendungsfelder

Telekommunikation

Medizintechnik

Automobilelektronik

Luft- und Raumfahrt

Industrieelektronik

Logistik

Sensorik

Entwurf

Designsoftware  
fertigungsgerechtes, testgerechtes Design

Simulation  
thermische, thermomechanische,  
Hochfrequenz-, Mikrowellensimulation

Systemaspekte/Problemlösungen

Zuverlässigkeit & Lebensdauer

Packaging  
Halbleiter, MEMS, System in Package, Chip 
Scale Packages, MCM, System on Chip

Fluidiksysteme

Optoelektronik

Mechatronische Systeme

Hochtemperaturelektronik

Leistungselektronik

Hochfrequenzelektronik

Prüfsysteme

Prozesse und Materialien

Wafer Level Prozesse

Keramische und organische Verdrahtungsträger 
Materialien, 3D-Formung, HDI-Prozesse, 
Inkjetdruck, Siebdruck, Fotolithografie,  
Laserstrukturierung …

Materialien  
(Kleber, Lote und Vergussmassen,  
Nanomaterialien, funktionelle Schichten)

Montage- und Verbindungstechnologien 
FlipChip, Drahtbonden, SMT,  
andere Verfahren

Prozessüberwachung
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16. EMPC – Europäische Mikroelektronik-  
und Packagingkonferenz

17./20. Juni 2007 in Oulu, Finnland

Die IMAPS EMPC ist Europas führende Konferenz für 
Mikroelektronik- Packaging und Aufbau- und Verbin-
dungstechnik. Das Themenfeld lässt sich mit dem Slogan 
der IMAPS: Alles in der Elektronik zwischen Chip und 
System recht gut beschreiben. In den letzten 30 Jahren 
fand diese Konferenz mit 2-jährigem Rhythmus statt, zu-
letzt in Straßburg (‚01), Friedrichshafen (‚03) und Brügge 
(‚05). Die Konferenz unter dem Dach der IMAPS Europa 
wartet mit einem anspruchsvollen, industriell und wis-
senschaftlich orientierten Programm zu Mikroelektronik, 
Materialien, Produktion und Industrialisierung auf. 
Ausgehend von der traditionellen Fokussierung auf  
Mikroelektronik und AVT bringt die EMPC zunehmend 
auch Spezialisten aus Nachbardisziplinen in Industrie und 
Forschung zusammen, um sich über aktuelle Themen in 
verwandten Feldern wie Sensoren, Nanotechnologie und 
Systems-in-Package auszutauschen. Besondere Aufmerk-
samkeit wird auch Markt orientierten Themen der Indus-

City-Theater – Tagungsort

Oulu im Sommer

EUROPE

trie gewidmet; so findet zum zweiten Mal in Europa eine 
spezielle Sitzung des IMAPS Global Business Council 
(GBC) statt.
In diesem Jahr ist das skandinavische Cluster, die IMAPS 
Nordic, Ausrichter der Veranstaltung. Es wurde die fin- 
nische Stadt Oulu ausgewählt, in der das City-Theater 
Konferenzstätte sein wird. Oulu ist Standort für inter- 
nationale Unternehmen wie Nokia und einer große An- 
zahl von KMU. Darüber hinaus sind dort die Universität 
Oulu und VTT als anerkannte Forschungs- und Entwick-
lungsinstitute ansässig, die im Bereich von Mikroelektro-
nik und Packaging weit über die Region hinaus bekannt 
sind.
In mehreren parallel laufenden Sessions geben über 
150 Vorträge, Kurse und Posterpräsentationen die Gele- 
genheit, sich über die neuesten Entwicklungen und  
Aktivitäten in der Branche zu informieren und auszutau-
schen. Das nachfolgend wiedergegebene Programm gibt 
Auskunft über den Konferenzablauf. Die Details zu den 
Themen und Vortragenden können unter www.empc2007.
org eingesehen werden.
Die skandinavischen Organisatoren haben eine attraktive  
Veranstaltung für fruchtbaren fachlichen Austausch,  
angenehmes Networking und Information zu den aktu-
ellen Themen vorbereitet. Die Möglichkeit zur Online- 
Anmeldung, Hinweise zur Organisation, Hotelreservie-
rung und weitere Informationen finden Sie auf der Home-
page der Konferenz.

www.empc2007.org
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Noch zu haben: Proceedings

Die Proceedings der Deutschen IMAPS-Seminare 2006 
und 2007 zu den Themen Muss jeder Sensor smart sein? 
(Februar 2006 in Göppingen) und Flip Chip – die Alter- 
native zum Drahtbonden? (Februar 2007 in Ilmenau) 
können noch auf CD zum Preis von

	 	 € 55,–

und als Papierausdruck zum Preis von

	 	 €110,–

erworben werden.

Auch die Proceedings der Herbsttagung 2006, die am  
10. und 11. Oktober 2006 in München durchgeführt  
wurde, sind als CD zum Preis von

	 	 € 55,–

erhältlich.

Richten Sie bitte Ihre Bestellungen an:

Dipl.-Oec. Hans-Ulrich Knipps, c/o Hesse & Knipps 
GmbH, Vattmannstraße 6, D-33100 Paderborn, Fax: 
05251/1560-97, hans-ulrich.knipps@imaps.de

Bitte beachten Sie, dass der angegebene Preis gemäß 
§ 4 Nr. 22 UstG umsatzsteuerfrei ist und die verfügbare 
Anzahl begrenzt ist.

Internet-Auftritt von IMAPS Deutschland

Sie finden die Webseiten von IMAPS Deutschland im  
Internet unter

http://www.imaps.de

Hier erhalten Sie aktuelle Informationen über Veranstal-
tungen und Ansprechpartner von IMAPS Deutschland e.V. 
Darüber hinaus können Sie dort auch Ihre Mitgliedschaft 
beantragen. Über Kritik und Anregungen, aber auch  
inhaltlichen Input würde sich der Vorstand sehr freuen.
Die internationalen Seiten von IMAPS erreichen Sie  
unter

http://www.imaps.org
oder für Europa: 

http://www.imapseurope.org

Kontakte und Adressen des IMAPS-Vorstandes

Dr.-Ing. Jens Müller 
1. Vorsitzender 
c/o ZiK MacroNano 
Applikationszentrum Ilmenau 
Gustav-Kirchhoff-Str. 5 
98693 Ilmenau 
Fon: 03677/69-3381 
Fax: 03677/69-3379 
e-mail: jens.mueller@imaps.de 

Dr.-Ing. Gisela Dittmar 
2. Vorsitzende 
c/o Ingenieurbüro Elektroniktechnologie 
Egerlandstraße 88 
D-73431 Aalen 
Fon: 07361/931129 
Fax: 07361/943004 
e-mail: gisela.dittmar@imaps.de

Dipl.-Oec. Hans-Ulrich Knipps 
Schatzmeister 
c/o Hesse & Knipps GmbH 
Vattmannstraße 6 
D-33100 Paderborn 
Fon: 05251/1560-14 
Fax: 05251/1560-97 
e-mail: hans-ulrich.knipps@imaps.de

Veranstaltungskalender

Ort Zeitraum Name Veranstalter

Denver, Colorado 23./26.4.2007 IMAPS / ACerS 3. Konferenz für CICMT 
(Ceramic Interconnect and Ceramic 
Microsystems Technology)

IMAPS Nordamerika / 
Amerikanische Keramische 
Gesellschaft ACerS

Oulu, Finnland 17./20.6.2007 EMPC 2007 – 16th European Microelectronics 
and Packaging Conference & Exhibition

IMAPS Nordic / Europa

München 8./9.10.2007 IMAPS Konferenz 2007 iMAPS D

München 10./11.10.2007 Advanced Packaging Conference SEMI, IMAPS Europe

Dresden 15./17.10.2007 Mikrosystemtechnik-Kongress 2007 BMBF, VDE
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Prof. Dr.-Ing. Matthias Fischer 
Schriftführer 
c/o FH Schmalkalden 
FB Elektrotechnik 
D-98574 Schmalkalden 
Fon: 03683/688-5116 
Fax: 03683/688-5499 
e-mail: matthias.fischer@imaps.de

Dipl.-Phys. Rolf Aschenbrenner 
Öffentlichkeitsarbeit 
c/o Fraunhofer Institut Zuverlässigkeit  
und Mikrointegration 
Chip Interconnection Technologies 
Gustav-Meyer-Allee 25 
D-13355 Berlin 
Fon: 030/46403-164 
Fax: 030/46403-161 
e-mail: rolf.aschenbrenner@imaps.de

Dipl.-Ing. Thomas Bartnitzek 
Öffentlichkeitsarbeit 
c/o VIA electronic GmbH 
Robert-Friese Straße 3 
D-07629 Hermsdorf 
Fon: 036601/81-529 
Fax: 036601/81-530 
e-mail: thomas.bartnitzek@imaps.de

Dipl.-Ing. Paradiso Coskina 
Öffentlichkeitsarbeit 
c/o VDI/VDE Innovation + Technik GmbH 
Steinplatz 1 
D-10623 Berlin 
Fon: 030/310078-242 
Fax: 030/310078-256 
e-mail: paradiso.coskina@imaps.de

Dr.-Ing. Karl-Heinz Drüe 
Öffentlichkeitsarbeit 
c/o TU Ilmenau 
Fakultät EI 
FG Mikroperipherik 
Pf 100565 
D-98684 Ilmenau 
Fon: 03677/69-3429 
Fax: 03677/69-3350 
e-mail: karl-heinz.drue@imaps.de

Ernst Eggelaar 
Öffentlichkeitsarbeit 
c/o Microtronic Microelectronic Vertriebs GmbH 
Klein Grötzing 
D-84494 Neumarkt-St. Veit 
Fon: 08722/9620-0 
Fax: 08722/9620-30 
e-mail: ernst.eggelaar@imaps.de

Prof. Dr.-Ing. Heinz Osterwinter 
Öffentlichkeitsarbeit 
c/o FHTE Standort Göppingen 
Robert-Bosch-Str. 1 
D-73037 Göppingen 
Fon: 07161/679-157 
Fax: 07161/679-233 
e-mail: heinz.osterwinter@imaps.de

Dr. Martin Oppermann 
Öffentlichkeitsarbeit 
EADS Deutschland GmbH 
Microwave Factory / Defence Electronics 
Woerthstr. 85 
D-89077 Ulm 
Fon: 0731/392-3879 
Fax: 0731/392-3362 
e-mail: martin.oppermann@imaps.de


